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1. はじめに

　くし型基板に対し各社の HAST試験装置を用いたエレク
トロケミカルマイグレーション (ECM)試験を実施した結果
を，2002年の公開研究会で発表した。その時に試験装置に
よる故障時間の違いには有意差が見られなかったが，基板
表面の変色については明らかに有意差が見られた 1)（図 1
参照）。
　この当時から残留酸素濃度の影響ではないかとの見方が
あったため，今回，Air-HAST2)を実施することで，変色に
対する空気分圧（酸素濃度）の影響を明確にすることを目
的とした。Air-HASTは，空気が存在せず水蒸気だけが満た
された密閉空間である HAST試験環境に強制的に空気を注
入した環境を作るもので，空気分圧（酸素濃度）設定が可
能なため，空気分圧（酸素濃度）の条件を変更した試験が
可能である。この変色への影響と合わせて，ECM試験への
影響を調査することも目的とした。
　Air-HASTのみでは，酸素濃度の影響なのか明確でないの
で，空気の代わりに窒素を強制的に注入したN2-HASTも合
わせて実施することにした。

2. エレクトロケミカルマイグレーション (ECM)とは

　ECMについては，日本プリント回路工業会 (JPCA)の下
部組織であるエレクトロケミカルマイグレーション試験方
法規格部会によって以下のように定義されている 3)。『エレ
クトロケミカルマイグレーションによるプリント配線板の
絶縁劣化とは，本来良好な絶縁性が保たれているプリント
配線板の導体の間に電圧を印加し，湿度雰囲気の環境下に
おいて電気化学的に導体からのイオンの溶出により，導体
間の絶縁性が低下する現象である。』
　マイグレーションの発生原理について，説明する。マイ
グレーションは電気化学反応によって陽極から金属がイオ
ンとして溶解することから始まる。現象的に見ると，図 2
に示すように①陽極から伸びた金属イオンが還元析出する
か，化合物として析出する場合と，②陽極で溶出した金属
イオンが陰極に至り，ここで電子を貰って還元析出する場
合に分類される。
　これらのマイグレーションの進展過程に差が見られるの
は，次の理由によると見られる。①のタイプは，高温高湿
の劣化条件においてもその絶縁抵抗は 108 Ωオーダ以上の
場合であり，これより絶縁抵抗が低下している状況では②
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図 1.　試験槽と試験所における基板表面の色調差 (130°C/ 
85%RH/DC50 V) 図 2.　ECMの発生メカニズム
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